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Abstract (en)
The casing has a cover unit (12) in the form of a conductor lead unit and interposed in housing opened in front side, which is made up of a
transparent insulating material. The conductor lead unit is manufactured from a non-transparent insulating material. The conductor lead unit
discloses an open frame structure with open wall-free frame fields (21) in the region of its conductor lead channels. An insulation cover of the
electrical conductor can be interposed in the frame structure.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Isolierstoffgehäuse für elektrische Klemmen, bei denen in ein stirnseitig offenes Grundgehäuse ein Deckeleinsatz in der
Form eines Leiterführungsteils eingeschoben ist. Es wird vorgeschlagen, dem Leiterführungsteil im Bereich seiner Leiterführungskanäle eine offene
Rahmenstruktur mit offenen, wand-freien Rahmenfeldern zu geben, in die der Isolationsmantel eines elektrischen Leiters eingeschoben werden
kann, wodurch eine Bauhöhenreduzierung und gewünschtenfalls auch eine Baubreitenreduzierung der Fertig-Klemme möglich ist.
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